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:H01L23/498 (71)आवदेक का नाम : 
:12/986584 1) एटीआई टेक्नोलॉजीज यएूलसी 
:07/01/2011 आवेदक का पता : वन कॉिसष वैली ड्राइव ई. 
:य.ूएस.ए. (अिेररका). िाखषि ओटंाररयो एल3टी 7एक्स6 कनाडा 
:PCT/US2012/020464 (72)खोजकर्ाा का नाम : 
:06/01/2012 1) ललयगं एंड्यू के.  
:WO 2012/094582 2) मकै्लेलन नील 
:लारू्ग नही ं  
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(57) सारांश :  
एक बॉल थिड आरे पैकेज डडवाइस िें एक सबस्रेट सफ्मिललत है जहां सबस्रेट पर एक कॉपर बॉल थिड आरे पैड बना हुआ है। कॉपर पैड पर एक 
तनकेल लेयर बनाया जा सकता है और तनकेल लेयर पर एक टटन लेयर बनाया जा सकता है। तनकेल लेयर एक इलेक्रोलेस तनकेल प्लेटटरं्ग प्रफिया 
का उपयोर्ग करके बनाया जा सकता है। टटन लेयर एक इिसषन टटन प्रफिया का उपयोर्ग करके बनाया जा सकता है। कुछ िािलों िें टटन के 
स्िान पर लसपवर का उपयोर्ग फकया जा सकता है और इसे एक इिसषन लसपवर प्रफिया का उपयोर्ग करके बनाया जा सकता है। 
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